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概 要：

本国際会議 (2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics) への参加目的は，自

身の研究成果を発信し，学術分野への貢献と同時に自身の研究能力の向上を図ること，そして人間と機械の

調和に関する広範な研究知識や最新の動向を把握することである。会議主催者である IEEE SMC は人間とシ

ステムが関わる研究を幅広く扱っている。本国際会議でも，Improving the Quality of Life というテーマのも

と，Systems Science & Engineering, Human-Machine Systems, Cybernetics といった分野で論文が募集され

ており，人間と機械の調和に関する幅広い研究に触れ，これらの分野を担う研究者と密接な交流を実現でき

るため，参加することに大いに意義がある。

発表した研究内容は，3次元 CG 環境で作成したウェアラブルハンドと手指の一体化動作による学習データ

により，画像から関節角度を推定する機械学習モデルを実現する手法を開発し，ウェアラブルハンドを装着

した現実の手指の関節角度を非接触で推定できることを明らかにした。本研究の内容は人間と機械の調和に

必要不可欠なものであり，自身の研究内容を多くの研究者に発信できたことは非常に有意義であった。また

会議への参加準備，国際会議での発表・質疑応答，そして海外の研究者との議論を通して，円滑なコミュニ

ケーションや自身の研究を簡潔明瞭に伝えるプレゼンテーション力を養うことができた。また学会参加を通

して，AI/機械学習，Telexistence，人協調ロボティクス，ウェアラブルデバイスといった分野に関する最新

かつ革新的な開発の発表に接し，人間と機械の調和に関する広範な研究知識や最新の動向を得ることができ

た。

最後に，国際会議参加にあたり貴財団には多大なるご支援をいただきましたこと，心より感謝申し上げま

す。
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